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(57)摘要

本发明涉及一种用于紫外LED芯片封装的有

机硅胶粘剂，包括如下组份：甲基乙烯基硅树脂

40～50份，铂催化剂0.01～0.03份，粘结剂3～5

份，甲基含氢MQ硅树脂20～30份，环氧丙烯酸改

性含氢硅油10～20份，抑制剂0.1～0.2份。本发

明的有益效果是：本发明提供的封装胶耐高温保

持率能保持在90％以上，与普通胶水相比耐紫外

线方面高出14～15个百分点，能够更好的起到耐

紫外线的效果，光衰测试1000H光衰下降5％以内

也能够符合国际照明标准。
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1.一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂，其特征在于，按重量份计，包括如下组

份：甲基乙烯基硅树脂40～50份，铂催化剂0.01～0.03份，粘结剂3～5份，甲基含氢MQ硅树

脂20～30份，环氧丙烯酸改性含氢硅油10～20份，抑制剂0.1～0.2份；

所述环氧丙烯酸改性含氢硅油的结构式如下：

其中，j＝1～5，k＝1～5，l＝10～15，并且j+k+l＝10～20；

所述甲基乙烯基硅树脂的分子结构式如下：

(ViMe2SiO0.5)a(SiO2)b，其中Me为甲基，Vi为乙烯基，a/b＝0.75～0.8；

所述甲基含氢MQ硅树脂的分子结构式如下：

(HMe2SiO0.5)c(Me3SiO0.5)d(SiO2)e，其中Me为甲基，c+d/e＝0.75～0.8，c＝0.01～0.1，d

＝0.7～0.74，e＝1；

所述铂催化剂为氯铂酸的醇溶液、铂～乙烯基硅氧烷络合物、铂烯烃络合物中的任意

一种，其中铂的含量为10000ppm；

所述粘结剂为乙烯基三乙氧基硅烷、环氧丙氧丙基三甲氧基硅烷、γ-甲基丙烯酰氧基

丙基三甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷中一种或几种的混合物；

所述抑制剂为乙炔基环己醇、乙炔基环戊醇、四甲基四乙烯基环四硅氧烷中的任意一

种。
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一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂

技术领域

[0001] 本发明涉及一种有机硅胶粘剂，尤其涉及一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶

粘剂，属于胶粘剂技术领域。

背景技术

[0002] 据统计，国内LED行业在过去几年之间吸引了上千亿资本，而绝大部分的投资都涌

入了蓝绿光及红黄光领域。过度的资本投入后，让LED蓝绿光及红黄光市场迅速变成竞争激

烈的红海。相比于蓝光LED，紫外光LED尽管目前的功率效率还较低，但是近年来技术发展和

市场成长都非常迅速，成为LED领域的一个高附加值增长点。

[0003] 紫外光的波长分布在100纳米至400纳米之间，进一步可细分为三类：UV-A(315-

400纳米，也称为长波紫外光)、UV-B(280-315纳米，也称为中波紫外光)、UV-C(100-280纳

米，也称为短波紫外光，或深紫外光)。虽然紫外光在日常生活中对人体具有潜在危害，但事

实上紫外光在我们的生产和生活中的诸多领域内发挥着重要作用。目前一些重要应用包

括：光学传感器和仪器(230-400nm)、紫外线身份验证条码(230-280nm)、紫外水杀菌净化

(240-280nm)、鉴别和体液检测和分析(250-405nm)、蛋白质分析和药物发明(270-300nm)、

医学光照疗法(300-320nm)、高分子和油墨印刷(300-365nm)、辨伪(375-395nm)、表面除菌/

美容除菌(390-410nm)，等等。

[0004] 在UV-LED使用过程中，辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失，主要包括

三个方面：芯片内部结构缺陷以及材料的吸收、光子在出射界面由于折射率差引起的反射

损失以及由于入射角大于全反射临界角而引起的全反射损失。因此，很多光线无法从芯片

中出射到外部。通过在芯片表面注入折射率相对较高的透明胶层(灌封胶)，由于该胶层处

于芯片和空气之间，从而有效减少了光子在界面的损失，提高了取光效率。此外，UV-LED灌

封胶的作用还包括对芯片进行机械保护，应力释放，并作为一种光导结构。

[0005] 因此，封装胶和透镜材料选取的好坏直接影响UV-LED器件的发光效率和使用寿

命，对灌封胶的要求即为透光率高，折射率高，热稳定性好，流动性好，易于喷涂。为提高UV-

LED封装的可靠性，还要求其具有低吸湿性、低应力、耐候环保等特性。现有封装胶只能应用

在UV-A(315-400纳米，也称为长波紫外光)的封装领域，其它波长的紫外光现有的有机硅封

装材料不能够满足需求，本发明旨在提高封装的耐紫外特性，使其能够应用在UV-B(280-

315纳米，也称为中波紫外光)、UV-C(100-280纳米，也称为短波紫外光，或深紫外光)的领

域。

发明内容

[0006] 本发明针对现有紫外LED封装胶存在的不足，提供一种用于紫外LED芯片封装的有

机硅胶粘剂。

[0007] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下：

[0008] 一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂，按重量份计，包括如下组份：甲基乙
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烯基硅树脂40～50份，铂催化剂0.01～0.03份，粘结剂3～5份，甲基含氢MQ硅树脂20～30

份，环氧丙烯酸改性含氢硅油10～20份，抑制剂0.1～0.2份。

[0009] 进一步，所述环氧丙烯酸改性含氢硅油的结构式如下：

[0010]

[0011] 其中，j＝1～5，k＝1～5，l＝10～15，并且j+k+l＝10～20。

[0012] 采用上述进一步技术方案的有益效果是，既能提供交联所用的Si-H键和Si-Vi键，

又能提供极性较强的环氧基团和丙烯酸基团；此结构的优点在于能够提高胶水对基材的附

着力，同时Si-H的存在能够参与胶水的固化交联，使其成为一个整体，能够减少含氢交联剂

的使用，并且可以提高不同组分固化后的相容性，提高胶水的耐老化性能。

[0013] 进一步，所述甲基乙烯基硅树脂的分子结构式如下：

[0014] (ViMe2SiO0.5)a(SiO2)b

[0015] 其中所述Me为甲基，Vi为乙烯基，a/b＝0.75～0.8。

[0016] 采用上述进一步方案的有益效果是，作为基体硅树脂，其含有乙烯基，能够提高产

品的强度与硬度，提高耐硫化性能。

[0017] 进一步，所述甲基含氢MQ硅树脂的分子结构式如下：

[0018] (HMe2SiO0.5)c(Me3SiO0.5)d(SiO2)e

[0019] 其中所述Me为甲基，c+d/e＝0.75～0.8，c＝0.01～0.1，d＝0.7～0.74，e＝1。

[0020] 采用上述进一步方案的有益效果是，本发明的甲基含氢MQ硅树脂作为交联剂，不

仅提供了活泼氢参与交联反应，提高了交联密度，D链节(Me3SiO0 .5)的存在，提高了整个体

系的韧性，提高了耐冷热冲击性能，并且粘度低，对于整个体系起到粘度降低，强度、韧性提

高的作用。

[0021] 进一步，所述铂催化剂为氯铂酸的醇溶液、铂～乙烯基硅氧烷络合物、铂烯烃络合

物中的任意一种，其中铂的含量为10000ppm。

[0022] 进一步，所述粘结剂为乙烯基三乙氧基硅烷、环氧丙氧丙基三甲氧基硅烷、γ-甲

基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)、乙烯基三甲氧基硅烷(KH-171)中的一种或几种

的混合物。

[0023] 进一步，所述抑制剂为乙炔醇或四甲基四乙烯基环四硅氧烷中的任意一种，所述

乙炔醇是指乙炔基环己醇、乙炔基环戊醇中的任意一种。

[0024] 本发明的有益效果是：

[0025] 本发明提供的封装胶耐高温保持率能保持在90％以上，与普通胶水相比耐紫外线

方面高出14～15个百分点，能够更好的起到耐紫外线的效果，光衰测试1000H光衰下降5％

以内也能够符合国际照明标准。
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具体实施方式

[0026] 以下结合实例对本发明的原理和特征进行描述，所举实例只用于解释本发明，并

非用于限定本发明的范围。

[0027] 实施例1：

[0028] 一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂，包括如下组份：乙烯基硅树脂400g

(a/b＝0.75)、催化剂氯铂酸的醇溶液(铂含量为10000ppm)0.1g，粘接剂乙烯基三乙氧基硅

烷30g，甲基含氢MQ硅树脂200g(结构式为c+d/e＝0.75，c＝0.01，d＝0.74，e＝1)，环氧丙烯

酸改性含氢硅油100g(结构式j+k+l＝20；其中：j＝5，k＝5，l＝10)，抑制剂乙炔醇1g。

[0029] 实施例2：

[0030] 一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂，包括如下组份：乙烯基硅树脂500g

(a/b＝0.8)、催化剂铂～乙烯基硅氧烷络合物(铂含量为10000ppm)0.3g，粘接剂KH-570、

KH-171各20g，甲基含氢MQ硅树脂300g(结构式为c+d/e＝0.8，c＝0.1，d＝0.7，e＝1)，环氧

丙烯酸改性含氢硅油200g(结构式j+k+l＝15；其中：j＝1k＝1,l＝12)，抑制剂乙烯基D4，重

量2g。

[0031] 实施例3：

[0032] 一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂，包括如下组份：乙烯基硅树脂450g

(a/b＝0.78)、催化剂铂烯烃络合物(铂含量为10000ppm)0.2g，粘接剂乙烯基三乙氧基硅烷

和KH-570各15g，甲基含氢MQ硅树脂200g(结构式为c+d/e＝0.8，c＝0.05，d＝0.75，e＝1)，

环氧丙烯酸改性含氢硅油150g(结构式j+k+l＝18；其中：j＝4k＝4，l＝10)，抑制剂乙炔醇

1.5g。

[0033] 实施例4：

[0034] 一种用于紫外LED芯片封装的有机硅胶粘剂，包括如下组份：乙烯基硅树脂450g

(a/b＝0.8)、催化剂为铂～乙烯基硅氧烷络合物(铂含量为10000ppm)0.2g，粘接剂乙烯基

三乙氧基硅烷和环氧丙氧丙基三甲氧基硅烷各15g，甲基含氢MQ硅树脂250g(结构式为c+d/

e＝0.78，c＝0.03，d＝0.75，e＝1，环氧丙烯酸改性含氢硅油180g(结构式j+k+l＝20；其中：

j＝2k＝3,l＝15)，抑制剂乙烯基D4重量1g。

[0035] 上述实施例1-4的有机硅胶粘剂的制备方法如下：将乙烯基硅树脂、催化剂、粘结

剂、甲基含氢MQ硅树脂、环氧丙烯酸改性含氢硅油、抑制剂依次加入1.5L的搅拌机内，并于

惰性气体氛围下混合搅拌均匀，即得。

[0036] 对比例1：

[0037] 为了验证本发明所得有机硅胶粘剂的技术效果，我们将信越胶水2600作为对比例

1与实施例1-4所得的产品分别进行了各方面性能的测试，具体结果如表1所示。

[0038] 表1实施例1-4和对比例1所得产品的基本性能测试结果
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[0039]

[0040] 由表1中的实验数据表明，本发明提供的有机硅胶粘剂在能够保持常规有机硅胶

粘剂优异的硬度、拉伸强度和断裂伸长率的同时，在耐中波紫外光和短波紫外光方面相比

普通胶水提高了14～15个百分点，更好的起到了耐紫外线的效果。

[0041] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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